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附件一 

營 業 報 告 書 

一、109 年度營業結果 
(一)109 年度營業計劃實施成果 

109 年營業收入較 108 年增加 23.71%，為新台幣 12,428,549 仟元，

稅後純益為新台幣 1,926,589 仟元較 108 年增加 23.22%。 
(二)預算執行情形:本公司 109 年度未公開財務預測。 
(三)財務收支及獲利能力分析 

本公司經營一向保守穩健，專業致力於利基型封裝及測試之發展，

所以財務結構相當健全。有關財務結構、償債能力、獲利能力分析比較如下： 
 

項     目  個體財務報表 合併財務報表 
108 年  109 年 108 年  109 年 

財務結構  
負債佔資產比率 %  44.61  47.62  45.37  49.87 
長期資金佔固定資產比率 % 187.25 171.42 169.87 142.70 

償債能力 
流動比率 % 129.21 103.22 194.46 145.87 
速動比率 % 123.93  96.76 187.83 136.33 

獲利能力  

資產報酬率 %   7.42   8.31   7.35   7.43 
股東權益報酬率 %  12.28  14.89  12.31  13.53 
純益率 %  21.11  21.22  15.56  15.50 
每股盈餘(普通股追溯後) (元)   3.26   4.22   3.26   4.22 

 

(四)研究發展狀況 
1.檢討過去(109 年度) 

(1)在既有 12 吋 WLCSP(Wafer level Chip Scale package；晶圓級晶片

尺寸封裝)、晶圓焊錫凸塊(Solder Bumping)及銅柱無鉛銲錫凸塊

(Cu-pillar)基礎下，建置 8 吋 WLCSP 產線。 
(2)增強晶圓級後段 DPS(Die-Processing Service)封裝能力。 
(3)提升 WLCSP 後段整合性服務技術與能力 
(4)改良及升級新世代 RF IC 自動測試機台並順利導入量產。 
(5)開發相關測試技術並導入量產計有： 5G SoC，5G 手機相關 IC， 

Wi-Fi 6，TWS(真藍芽無線耳機)相關 IC 等。 
(6)相關測試配件自製化。  
(7)升級及擴增設備以因應高速運算(Hight Speed Computing)相關 IC 
  需求，如比特幣、繪圖晶片及伺服器晶片等。 
(8)提升 5 奈米測試技術。 
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2.未來發展(110 年度及未來發展趨向) 
(1)提升 5G 手機 SoC IC 測試技術。 
(2)研發 5G 相關設備 IC 測試技術。 
(3)研發 5G 毫米波（mmWave）及天線封裝 AiP 測試技術。 
(4)隨著 AI(Artificial Intelligence，人工智慧)應用日增，需求不斷上升 
  本公司藉與各研究機構及產業相關公司合作，提升封裝與測試技

術。 
(5)研究擴增實境（Augmented Reality，簡稱 AR）、虛擬實境(Virtual  
  Reality，簡稱 VR)相關 IC 封裝及測試。 
(6)開發 IoT(物聯網) 相關整合性 IC 測試技術。 
(7)精進 RF 相關封裝測試技術如 Wi-Fi 6/6E、WLAN SOC IC、

NFC(Near Field Communication)及 Wireless Power(無線充電) 。 
(8)開發相關的影像 IC 整合測試技術研發： 

3D 解碼 IC、3D 體感 SOC IC 及 8K4K(解析度 7680×4320)影音解

碼 IC 相關測試技術。 
(9)探討 3 奈米測試技術。 
(10)擴增 WLCSP 後段整合性產能及提升相關技術能力。 
(11)將氮化鎵(GaN)相關測試技術投入量產。 
(12)增加車用電子、車聯網 相關 IC 測試量及擴大認證範圍。 
(13)提升智慧工廠及設備自動化廣度及深度，擴大智動化生產範圍。 

 
二、本年度營業計劃概要 

(一)110 年度之經營方針 
於 110 年，隨著 COVID-19 疫苗擴大施打範圍，預期疫情將獲得進

一步控制，全球景氣將逐步邁向復甦。在 109 年所遇到半導體缺貨情況

下，各家紛紛以擴產，來增加產能，預期 110 年，缺貨情況將獲得紓解。 
各半導體相關預測機構紛紛調高 110 年半導體成長力道將比 109

年上升。以各家市調及研究機構(IDC、WSTS、Gartner、VLSI Research、

IC Insights)資料顯示，110 年全球半導體跟 109 年相比，有 7.7%~ 
12%的成長。因此，矽格以戒慎恐懼，穩定中求發展的策略，來取得公

司之最大利益。 
110 年經營團隊努力，先儲備充足資金維持公司安全的現金流量，

其次努力開拓公司的競爭力，強化具有規模優勢產品線，擴大具有差異

性的產品線，以及審慎擴充，保持設備較高的稼動力。 
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(二)預期銷售數量及其依據 
依本公司過去各年度營業收入之歷史數據，參考各專業預測機構對

半導體產業，及封測產業的預測與業務單位拜訪各客戶之結果，雖然全

球景氣受到諸多不利因素影響，但預估110年度本公司在一連串新計畫、

新產品、新客戶帶動下，預期銷售數量及營收仍將審慎樂觀。 
(三)重要之產銷政策 

迎接 110 年來臨，我們因應對策如下： 
1.加強防疫措施，隨時注意疫情變化、客戶需求及原物料供應。 
2.提昇員工生產力與工廠效率。 
3.持續注重節流措施，降低各項營運成本，降低損益平衡值。 
4.開發高成長率產品之測試業務，如 5G 手機 IC、Wi-Fi、高速運算、AI

人工智慧、IoT、RF IC、車用電子等之測試，以獲取較佳之利潤。 
5.增加國外客戶數量與比重。 
6.提高通訊 IC 及利基型 IC 之測試業務。 
7.加強與客戶策略聯盟之關係。 
8.檢討與調整不具競爭力之產品線。 
9.注意市場產品走向,全力爭取 5G 相關 IC、車用電子、物聯網及穿戴式

裝置相關 IC 訂單。 
10.提升智慧工廠及設備自動化廣度及深度。 

 
三、未來公司發展策略 

未來矽格將朝向價值的重塑和技術創新，避開價格的競爭，塑造出矽格

的藍海策略；也因此，矽格不斷的調整自己往利基型的封裝測試產品及技術

發展。 
 
(一)適時調整組織：根據市場與產品狀況，適時調整組織以因應變化。 
(二)海外市場繼續開發，北美市場在 109 年較 108 年客戶數目增加。此外，在

中國市場開發上，也取得不錯的成績。因此在 110 年除原有拓展北美市

場外，也積極拓展亞洲、中國、歐洲與日本市場。 
(三)提升矽興(蘇州)產能及客戶群。 
(四)整合與利基型測試 

矽格在多年的努力下，已具備了Mixed Signal、Logic、CIS、Memory、
RF、Power 的測試技術與經驗；在此基礎下，結合市場的趨勢，往整合

與利基型產品邁進。 
1.整合型測試技術 

        IC產品日趨複雜，不再像以往為單純可區分為Mixed Signal、Logic、
CIS、Memory、RF、Power。目前趨勢已朝向整合性 IC 邁進。矽格累積 
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多年的測試經驗，對於此類產品如 SoC 手機 AP(3G/4G)，Wi-Fi SoC，

深具信心，並為 5G 相關 IC 封裝測試技術奠下良好的基礎。 
 
2.利基型測試 

(1)高速運算相關 IC：如比特幣、繪圖晶片及伺服器晶片。 
(2)通訊相關 IC：5G 通訊設備相關 IC、GPS、Wi-Fi SoC(整合 Bluetooth

及 MCU)。 
(3)影音相關 IC： Blu-ray disc、3D、4K2K 及 8K4K 影像解碼 IC、HDMI、

HDTV 控制 IC。 
(4)手機相關 IC：如 5G 相關 IC、AI、AP、Baseband SoC、GPS、Light 

sensor、Bluetooth、Touch Pad。 
(5)電腦相關 IC：如繪圖晶片、USB、Type C、WLAN、觸控面板 IC 等。 
(6)車用電子 IC：如相關感應器、微處理器、車連網等。 
除此之外，矽格也加強國外客戶的開發，期許未來顯現成效。 

3.利基型封裝 
隨著電子產品走向輕薄短小，封裝技術也走向微小化，因此矽格為因應

此趨勢，在封裝方面：往 WLCSP(Wafer level Chip Scale package；
晶圓級晶片尺寸封裝)相關封裝技術。由於 WLCSP 封裝不但體積小、

成本低、生產良率高，還能為高速和電源管理電路提供更佳的共面性以

及散熱能力等優點。 
(五)研發 
    除持續延攬業界專精人才外，並加強與各公司、研究單位與大學院校之技

術研發與交流。 
 

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 
原先多數半導體研究單位預測，由於 COVID-19、美中貿易戰等因素全球

半導體產業將不如之前預測樂觀，但由於疫情逐漸獲得控制，加上景氣回溫，

導致全球半導體出現缺貨現象。台灣封測廠相繼揭露 110 年資本支出初步規

劃，在一片看好聲中，保持審慎態度，主要是避免陷入過去供給過剩，價格

不佳的窘境。 

1.有利因素: 
(1)全球各區域，政治上逐漸走向穩定。 
(2)全球半導體合併頻傳，有助於矽格藉於原本客戶合併案得到更多訂單。 
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       (3)COVID-19 疫情逐漸獲得控制，進一步帶動經濟復甦。 
(4)中美貿易戰，仍未獲得紓解，反而帶動半導體相關 IC 到台灣生產。 
(5)大陸封裝測試廠成本日益增加與台灣封裝測試廠成本日趨接近。 
(6)歷經金融海嘯，國外許多 IDM 廠減少擴充封裝測試產能或是結束其生

產線，有利於矽格爭取 IDM 廠釋出訂單。 
(7)各類新興產品應用如高速運算、深度學習 邊緣運算、AI、AR/VR 等，

需高階製程，國際大廠都選在台灣下單，有助於矽格爭取訂單。 
(8)穿戴式裝置將推陳出新及物聯網的大量運用，將帶起一波電子零件的需

求。 
(9)汽車廢氣排放標準日趨嚴苛，帶動汽車逐漸往節能(油電混合或是電動

車)及自動駕駛發展，有助於車用電子相關 IC 的成長。 
(10)5G 陸續商業化，5G 相關設備需求逐漸發酵。 

 
2.不利因素： 

(1)仍受 COVID-19 及缺工等因素，影響原物料供給，進而影響生產。 
(2)台灣與大陸之間，兩岸關係充滿變數。 
(3)在半導體缺貨情況下，若各家盲目擴廠，待缺貨情況紓解後，將導致產

能過剩，進而出現削價競爭情況。 
 
基於上述原因，各家封裝測試廠仍樂觀中帶著審慎態度來看待 110 年之

景氣。 
 

 

 
董事長：黃興陽            經理人：葉燦鍊           主辦會計：陳祺昌 
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附件二 
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附件三 

           矽格股份有限公司 
              110 年度第一次國內有擔保普通公司債說明 

 

公司債類別 110 年度第一次有擔保普通公司債 
董事會決議日期 110 年 3 月 10 日 

發行目的 
為了償還金融機構借款及充實營運資金

以強化財務結構 

主管機關核准文號 

1.櫃買中心(申報生效)： 
民國 110 年 3 月 19 日 
證櫃債字第 11000017411 號 
2.櫃買中心(核准上櫃)： 
民國 110 年 3 月 25 日 
證櫃債字第 11000019422 號 

發行日期 110 年 3 月 29 日 
發行面額 新臺幣 1,000,000 元 
發行價格 依票面金額十足發行 
發行張數 3,000 張 
發行總金額 新臺幣 3,000,000,000 元 
票面利率 0.58% 
發行期間 五年期；110.3.29~115.3.29  
最近一次還本日期 115 年 3 月 29 日 
計付息方式 每年單利計息 1 次，付息 1 次 

擔保情形 

聯合銀行擔保；由兆豐國際商業銀行擔任

主辦銀行，合作金庫、第一、華南、土銀、

元大、新光、全國農金、台新、彰化及上

海共 11 家銀行聯合擔保 
債券買回權條件 不適用 
債券賣回權條件 不適用 
承銷機構 兆豐證券股份有限公司 
受託人 中國信託商業銀行信託部 
截至刊印日止累積已發

行金額 
新臺幣 3,000,000,000 元 
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附件四
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附件六

條次 原條文 修正後條文 說明

第七條 交易條件之決定程序 交易條件之決定程序

一 、 價格決定方式及參考依據 一 、 價格決定方式及參考依據

（一）取得或處分已於集中交 （一）取得或處分已於集中交
易市場或讒券甯營業處所買 易市場或證券商營業處所買
賣之有價 證券，依 噹時之交易 賣之有價 證券，依當時之交易
金額 決定之 。 金額 決定之 。

（二）取得或處分非集中交易 （二）取得或處分非集中交易
市場或證券商營業處所買賣 市場或證券商營業處所買賣
之権益證券，應考量其每股淨 之權益證券，應考量其每股淨
值 、 獲利能力 、 未來發展潛力 值、獲利能力 、 未來發展潛力
及參考噹時交易價格議定之 。 及參考當時交易價格議定之。

（三）取得或處分非集中交易 （三）取得或處分非集中交易
市場或證券商營業處所買賣 市場或證券甯營業處所買賣
之固定收益證券，應考量當時 之固定收益證券，應考量當時
市場利率 、 債券票面利率及債 市場利率 、 債券票面利率及債
務人債信後議定之 。 務人債信後議定之 。

（四）取得或處分不動產 ， 應參 （四）取得或處分不動產， 應參
考公告現值丶評定價值丶鄰近 考公告現值丶評定價值 、 鄰近
不動產實際交易價格 、 鑑定結 不動產實際交易價格 、 鑑定結
果等議定之 。 果等議定之 。

（五）取得或處分其他固定資 （五）取得或處分其他固定資
產，應以比價 、 議價或招標方 產，應以比價 、 議價或招標方
式擇一為之 。 式擇一為之 。

二 、 授權層級 二 、 授權層級

（一）本 公 司 資 產取 得 或 處 （一）本 公 司 資 產取 得或 處
分，授權董事長於新台幣二億 分，授權董事長於新台幣二億
伍仟萬元內（含）核決 ，超過新 伍仟菡元內（含）核決，超過新
台幣二億伍仟萵元以上應事 台幣二億伍仟萵元以上應事
先經董 事 會核准後始得為 先經董事會核准後始得為
之；相關金額核決並依 『 核決 之；相關金額核決並依 『 核決
權限表』作業之 。 權限表』作業之 。

（二 ）本 公 司 固 定 資 產 之取 （二）本 公 司 固 定 資 產 之取
得，得依本公司核定預算範囝 得，得依本公司核定預算範圉
內 ， 送交董事會決議後執行 內 ， 送交董事會決議後執行
之， 並依本公司 「 採購管理作 之， 並依本公司 「 採購管理作
業程序」處理。 固定資產之處 業程序」處理。 固定資產之處
分則依 「 固定資產管理辦法」 分則依 「 固定資產管理辦法」
處理 。 處理 。

36 



條次 原條文 修正後條文 說明

（三）本公司取得或處分資產 （三）本公司取得或處分資產
若有本程序第十條第一項第 若有本程序第十條第一項第
一點及第十二條第二項所列 一點及第十二條第二項所列
情形時，除事先須經董事會通 情形時，除事先須經董事會通

本公司已由審過並通知監察 人或取得監察 過並通知審吐委員會之委員
人承認後始得為之 ，並應提下 承認後始得為之，並應提下次 計委員會替代

次股束會報告 。 股束會報告 。 監察人

第十一條 本公司及各子公司個別取得 本公司及各子公司個別取得
購買非供營業使用之不動產 購買非供營業使用之不動產
及其使用權資產或有價證券 及其使用權資產或有價證券
之總額，及得投資個別有價證 之總額，及得投資個別有價證
券之限額 。 券之限額 。

一、本公司得購買本處理程序 一、本公司得購買本處理程序
第三條之資產範圍 。 第三條之資產範圍 。

二、本公司購買非營業用不動 二 、 本公司購買非營業用不動
產及其使用權資產及短期有 產及其使用權資產及短期有
價證券之總金額以本公司最 價證券之總金額以本公司最
近期經會計師查核簽證財務 近期經會計師查核簽證財務
報告之 股 束 權 益 之 40% 為 報告之 股 束權益 之 40% 為
限。個別短期有價證券之投資 限。個別短期有價讒券之投資
金額以前開股束權益之 10% 金額以前開股束權益之 10%

為限 。 為限 。

三丶本公司投資長期有價證券 三、本公司投資長期有價證券
之總金額以本公司最近期經 之總金額以本公司最近期經
會計師查核簽證財務報告之 會計師查核簽證財務報告之
股柬權益之 150%為限 ，但轉 股柬權益之 150%為限 ，但轉
投資單一公司之投資金額以 投資單一公司之投資金額以
本公司股束權益 50%為限 。 本公司股束權益 50%為限 。

四丶本公司之非以投資為專業 四、本公司之非以投資為專業
之子公司，其購買非供營業使 之子公司，其購買非供營業使
用之不動產及其使用權資產 用之不動產及其使用權資產
或有價證券之總額及投資個 或有價證券之總額及投資個
別有價證券之限額，同以上各 別有價證券之限額，同以上各
項之規定 。 項之規定 。

五丶本公司之以投資為專業之 五 、 本公司之以投資為專業之
子公司，其購買非供營業使用 子公司，其購買非供營業使用
之不動產及其使用權資產或 之不動產及其使用權資產或
有價證券之總額及投資個別 有價證券之總額及投資個別
有價讒券之限額，以該公司之 有價證券之限額，以該公司之
淨值為上限 。 淨值為上限 。

六、本公司及本公司之子公司
配合公司營運

於進行墾圍維黽架遘重紐 之所需

時，不適用前述豈價證券總額
及個別限額之限制 。
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條次 原條文 修正後條文 說明

第十八條 本處理程序修正部分，自 108 本處理程序修正部分，自 108

年 6 月 13 日股束常會決議後 年 6 月 13 日股束常會決議後
實旄 。 實旄。本處理程序修正部分 ，

修正日期自 110 壬 7 月 15 日股皋啻會
決議後實旄 。
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附件七

條次 原條文 修正後條文 說明
第 四 條 股柬會如由董事會召集者，其主席 股柬會如由董事會召集者，其主席

由董事長擔任之，董事長請假或因 由董事長擔任之，董事長請假或因
故不能行使職權時，由副董事長代故不能行使職權時，由副董事長代
理之，無副董事長或副董事長亦請 理之，無副董事長或副董事長亦請
假或因故不能行使職權時，由董事 假或因故不能行使職權時，由董事
長拉定董事一 人代理之；其未設常 長指定董事一人代理之；其未設常

務董事者，指定董事 一 人代理之 ，務董事者，指定董事一人代理之 ，
董事長未挂定代理人者，由當務董 董事長未指定代理人者，由常務董
事或董事互推 一 人代理之。 事或董事互推 一 人代理之。
董事會所召集之股柬會，董事長宜 董事會所召集之股柬會，董事長宜
親自主持，且宜有董事會過半數之 親自主持，且宜有董事會過半數之
董事、至少 一席監察人親自出席， 董事，及各類功能性委員會成員至1配合目前公司
及各類功能性委員會成員至少 一 少 一 人代表出席，並將出席情形記實際運作
人代表出席，並將出席情形記載於載於股柬會議事錄。
股柬會議事錄。 股柬會如由董事會以外之其他召
股柬會如由董事會以外之其他召 集權人召集者，主席由該召集權人
集權人召集者，主席由該召集權人 擔任之， 召集權人有二人以上時 ，
擔任之， 召集權人有二人以上時 ， 應互推 一 人擔任之。
應互推 一 人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股束會。
師或相關人員列席股柬會。
已屆開會時間， 主席應即宣布開 已屆開會時間， 主席應即宣布開
會，惟未有代表已發行股份總數過 會，並同時公布無表決權數及出席1配合法令增訂
半數之股柬出席時，主席得宣布延股份數等相關資訊。
後開會，其延後次數以二次為限， 惟未有代表已發行股份總數過半

延後時間合計不得超過一 小時。延數之股束出席時，主席得宣布延後
後二次仍不足有代表已發行股份 開會，其延後次數以二次為限，延

總數三分之一以上股柬出席時，由 後時間合計不得超過一 小時。延後
主席宣布流會。 二次仍不足有代表已發行股份總

前項延後二次仍不足額而有代表 數三分之一 以上股束出席時，由主
已發行股份總數三分之 一 以上股席宣布流會。
柬出席時，得依公司法之規定為假前項延後二次仍不足額而有代表
決議，並將假決議通知各股束於一 已發行股份總數三分之 一 以上股
個月內再行召集股柬會。 束出席時，得依公司法之規定為假
於噹次會議未結束前，如出席股柬 決議，並將假決議通知各股束於－
所代表股數達已發行股份總數過 個月內再行召集股束會。
半數時，主席得將作成之假決議 ， 於當次會議未結束前，如出席股柬
依公司法之規定重新提請股束會 所代表股數達已發行股份總數過
表決。 半數時，主席得將作成之假決議 ，

依公司法之規定重新提請股柬會

立第十一條 I議案之表決，除公司法及本公司章議案之表決，除公司法及本公司章

:: 麟鬪蝨閂了�;�:1鬪麟：『辶差了｀｀經主席徵詢無議異者視為通過，其經主席徵詢無議異者視為通過，其
效力與投票表決同。股每股有一 效力與投更表決同。股每股有－
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附件八

修

條次 原條文 修正後條文 說明

第 二 條 本公司所營事業項目如下： 本公司所營事業項目如下：

CC01080電子零紐件製造業。 CC01080電子零維件製造業。

CC01120資料儲存媒髖製造及複製 CC01120資料儲存媒髖製造及複製

業。 業。

CC01110電腦及其周邊設備製造業。 CC01110電腦及其周邊設備製造業。

CC01990其他電機及電子機械器材CC01990其他電機及電子機械器材

製造業（測試夾治具）。 製造業（測試夾治具）。

CB01010機械設備製造業。 CB01010機械設備製造業。

CE01010一般儀器製造業。 CE01010一般儀器製造業。

F119010電子材料批發業。 F119010電子材料批發業。

F219010電子材料零售業。 F219010電子材料零售業。

F213040精密儀器零售業。 F213040精密儀器零售業。 ｀ 

F401010國際貿易業。 F401010國際貿易業。

1301010資訊軟體服務業。 1301010資訊軟鱧服務業。 新增營業項目

IZ99990其他工商服務業（積髖電路 1299990其他工商服務業（積鱧雹路

測試業）。 測試業）。

1501010產品設計業。 1501010產品設計業。

zzggggg 除許可業務外，得經營法令 G801010倉螣叢。

非禁止或限制之業務。 zzggggg 除許可業務外，得經營法令
非禁止或限制之業務。

第 五 條 本公司資本總額定為新金＿幣 本公司資本總額定為新主－幣
柒拾億元整，分為柒億股，每 壹佰億元整，分為壹拾億股， 修訂文字

股面額新豆－幣壹拾元，其中未 每股面額新臺－幣壹拾元，其中 配合公司營運

發行之股份，授權董事會分次 未發行之股份，授權董事會分之所需

發行 。 次發行 。

前項資本總額中於新it_幣貳 前項資本總額中於新主＿幣貳
億元整範圍內提供發行員工 億元整範圍內提供發行員工
認股權證等，共計貳仟萬股， 認股權證等，共計貳仟萵股，

每股新豆－幣壹拾元整。其中未 每股新主－幣壹拾元整。其中未
發行之股份授權董事會分次 發行之股份授權董事會分次
發行 。 發行 。

本公司依法收買之股份，轉讓 本公司依法收買之股份，轉讓
之對象得包挂符合一定條件 之對象得包括符合一定條件
之控制或從屬公司員工。本公 之控制或從屬公司員工。本公
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條次 原條文 修正後條文 說明
司員工認股權憑證發給之對 司員工認股權憑證發給之對
象、發行限制 員工權利新股之 象、發行限制 員工權利新股之
對象及發行新股 時承購股份 對象及發行新股 時承購股份
之員工 ，得包括符合一定條件 之員工，得包括符合一定條件
之控制或從屬公司員工 。 之控制或從屬公司員工 。

第 十 條 股 束因故不能出 席 股 束 會 股 束因故不能出 席 股 柬 會
時，得依公司法第一七七條規 時， 得依公司法第1.ll_條規依公司法用語
定 得 出 具 公 司印製之委 託 定得出具委託書，載明授權範 修正 文字
書，載明授權範圍委託代理人 圍委託代理人出席，其委託書
出席， 其委託書之使用 ， 除依 之使用 ，除依公司法規定辦理
公司法規定辦理外，悉依主管 外，悉依主管機關頒訂之 「 公
機關頒訂之 「 公開發行公司出 開發行公司出席股柬會使用
席股柬會使用委託書規則」規 委託書規則」 規定辦理 。
定辦理 。

第廿四條 本公司將視營運投資環境及 本公司將視營運投資環境及
資金需求持續擴張規模與增 資金需求持續擴張規模與增
加獲利能力，並兼顧股柬利益 加獲利能力，並兼顧股束利益
與資本適足率，採取剩餘股利 與資本適足率，採取剩餘股利
政策。 政策。

分派條件及時機：本公司年度 分派條件及時機：本公司年度
決算如有盈餘 ， 應先彌補虧 決算如有盈餘 ， 應先彌補虧
損 、 提繳稅捐 、 次提存 10% 損 、 提繳稅捐 、 次提存 10%

法定盈餘公積，但法定盈餘公 法定盈餘公積，但法定盈餘公
積， 已達資本總額時，不在此 積， 已達資本總額時，不在此
限，並視需要提列或迴轉特別 限，並視需要提列或迴轉特別
盈餘公積。餘額加計以往未分 盈餘公積。餘額加計以往未分
派盈餘為可分配盈餘，視公司 派盈餘為可分配盈餘，視公司
營運狀況，由董事會擬議股束 營運狀況，由董事會擬議股柬
之股息及紅利分派議案後，提 之股息及紐利分派議案後，提
請股束會決議分派之 。 請股束會決議分派之 。
本公司盈餘之分派得以現金 本公司盈餘之分派得以現金
股 利或股 票 股 利 之 方式為 股 利或股 票 股 利 之 方式為
之，盈餘之分派以現金股利為 之，盈餘之分派以現金股利為
優先，亦得以股票股利之方式 優先，亦得以股票股利之方式
分派之，現金股利發放比例不 分派之，當主度股棗股利之發 配合公司法用
低於 10% 。 放為噹壬度可 分 配 盈 餘 之 語及公司營運
本公司得依公司法規定於每 10%,-....,,80%, 其中現金股利發 所需並明維股
主會吐奎度後進行盈餘分派 放比例不低於 10% 。 利政策修正

或虧損撥補。本項盈餘分派以
現金發放者，應經董壅會決馗
壁 理；以 發 行新股 方式查之
噠，始應依規定由股墓會決遞
壁理 。
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條次 原條文 修正後條文 說明

第廿九條 本公司章程訂於中華民國七 本公司章程訂於中華民國七
十七年十一月二十八日。第一 十七年十一月二十八日。第一
次修正於民國七 十八年十月 次修正於民國七 十八年十月
十六日 。 ……。 第二十四次修 十六日。……。第二十四次修

正於民國一百零七年六月七 正於民國一百零七年六月七
日。第二十五次修正於民國一 日。第二十五次修正於民國－

增訂修正次數百零八年六月十三日 。 百零八年六月十三日。第二十
六次修正於民國一百十壬七 及日期

月十五日 。
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